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0.1 Champ d’application La présente Annexe présente des exigences a utiliser en complément de celles publiées dans la norme
J-STD-001G, et quelques fois a la place de celles-ci, pour assurer la fiabilit¢ des assemblages électriques et électroniques
brasées qui doivent résister aux vibrations et aux importantes variations thermiques subies dans des applications spatiales et
militaires.

0.1.1 Objectif Dans le cas ou la documentation et les schémas contractuels I’exigent, la présente Annexe compléte ou remplace
certaines exigences spécialement désignées de la norme J-STD-001G.

0.1.2 Priorité Les indications contractuelles ont priorité sur la présente Annexe, les normes référencées et les schémas approu-
vés par I'utilisateur. Dans I’éventualité d’un conflit entre le texte de cette Annexe et les documents applicables cités ici, le texte
de cette Annexe I’emporte. Lorsque les criteres référencés dans la présente Annexe different de celles publiées dans la norme
J-STD-001G, la présente Annexe 1’emporte. Dans 1’éventualité d’un conflit entre les exigences de la présente Annexe et les
schémas et la documentation d’assemblage applicables, les schémas/la documentation d’assemblage applicables approuvés par
le Client I’emportent. Consultez la Table 1 de la présente Annexe, lignes 1.7 Ordre de Priorité et 1.7.1 Conflit.

0.1.3 Conceptions existantes ou précédemment approuvées La présente Annexe ne doit pas étre le motif unique d’une refonte
totale de conceptions précédemment approuvées. Lorsque des schémas de conceptions existantes ou précédemment approu-
vées subissent une révision, ils doivent étre vérifiés et les modifications doivent assurer le respect des exigences de la présente
Annexe.

0.1.4 Utilisation La présente Annexe ne peut pas étre utilisée comme un document indépendant.

Lorsqu’aucun complément n’est apporté aux critéres, les exigences en Classe 3 de la norme J-STD-001G doivent s’appliquer.
Lorsque la présente Annexe compléte des critéres existants dans la norme J-STD-001G ou en ajoute, la clause est répertoriée
dans J-STD-001GS, Table 1, Exigences des applications spatiales et militaires, puis I’intégralité de la clause de la norme
J-STD-001G est remplacée par celle de cette Annexe, sauf indication expresse contraire.

Les clauses modifiées par la présente Annexe n’incluent aucune des clauses subordonnées, sauf indication explicite contraire,
p. ex. 1.4 n’inclut pas 1.4.1. Les clauses, les tables, les figures et les autres éléments de la norme J-STD-001G qui ne sont pas
répertoriés dans la présente Annexe doivent étre utilisés tels quels.

0.1.5 Etain sans plomb Pour les besoins du présent document, I’étain sans plomb est défini comme étant de 1’étain pur ou tout
alliage a base d’étain contenant moins de 3 % de plomb (Pb) en poids.

L’usage d’alliage de brasure d’étain sans plomb/d’étain sans plomb pour 1’assemblage ou sa présence sur les surfaces externes
des composants, des sous-assemblages, des systémes d’encapsulation et du matériel mécanique doit étre interdite sauf dans
le cadre d’un Plan de contréle sans plomb (LFCP) formellement approuvé par 1’utilisateur, avec documentation et contrdles a
I’appui.

Les alliages de brasure Sn96.3Ag3.7 sont exclus de cette exigence (inclusion dans un LFCP approuvé par I'utilisateur). Consul-
tez la Table 1 de la présente Annexe, ligne 3.2.

0.1.6 Peste rouge (corrosion par oxyde de cuivre) La peste rouge est susceptible de se développer dans des conducteurs souples
en cuivre ou de cuivre recuit plaqué a I’argent (pattes de composant, fils mono ou multibrins et conducteurs de circuit imprimé),
lorsqu’une cellule galvanique se forme entre la base métallique et le placage en argent en présence d’humidite (H,O) et d’oxy-
géne (O,). Une fois déclenchée, la corrosion sacrificielle de la base de cuivre du conducteur peut se poursuivre indéfiniment
en présence d’oxygene. La couleur des produits de corrosion (cristaux d’oxyde de cuivre) varie selon les niveaux d’oxygene
disponible, mais est couramment désignée comme une décoloration rouge/brun rougeétre a la surface du placage argent.

L’utilisation d’un placage argent sur toute forme de cuivre, p. ex. pattes de composant, pistes de circuit imprimé, fils/cables,
doit nécessiter la mise en ceuvre d’un Plan de contréle de la peste rouge (RPCP) approuvé par 1’utilisateur. Consultez IPC-WP
113, Guidance for the Development and Implementation of a Red Plague Control Plan (RPCP) (Consignes de réalisation et
de mise en ceuvre d’un Plan de contréle de la peste rouge), pour obtenir de 1’assistance technique et des modéles génériques
de RPCP.

0.1.7 Tragabilité des matériaux et procédés Le cas échéant, la tragabilité des matériaux et des procédés utilisés dans la fabrica-
tion de matériels €lectriques ou électroniques doit étre assurée en conformité avec la norme IPC-1782, Standard for Manufac-
turing and Supply Chain Traceability of Electronic Products (Norme relative a la tracabilité de la production et de I’approvi-
sionnement de produits électroniques). Le niveau de tragabilité doit &tre déterminé par accord entre le Fabricant et 1’ Utilisateur.






